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(57) Abstract: A method and device for the alternating contacting of two wafer-type component composite arrangements (12,14) 
from a plurality of connected similar components, particularly a semiconductor wafer with a functional component wafer, for the 
production of electronic modules on a wafer plane, wherein the two component composite arrangements provided with contact met- 
allizations respectively on the opposite-lying contact surfaces (38,39) thereof are pressed against each other in order to form contact 
pairs with the contact metallizations thereof and the contacting of the contact metallizations occurs by backward impingement of 
one compound composite arrangement (12) with laser radiation, wherein the wavelength of the laser radiation is selected according 
to the absorption degree of the backwardly impinged upon component-composite arrangement such that transmission of the laser 
radiation by the backwardly impinged upon component-composite arrangement is substantially prohibited or absorption of the laser 
radiation occurs essentially in the contact metallizations of one or both component-composite arrangements. . 

[Fortsetzung aufder ndchsten SeiteJ 
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(57) Zusaimiienfassung: Verfahren und Vorrichtung zur wechselseitigen Kontaktierung von zwei waferartigen Bauelement-Ver- 
bundanordnungen (12, 14) aus einer Vielzahl zusammenhangend ausgebildeter gleichartiger Bauelemente, insbesondere eines Halb- 
leiter- Wafers mit einem Funktionsbauelement- Wafer, zur Herstellung von elektronischen Baugruppen auf Wafer-Ebene, bei dem 
bzw. der die beiden jeweils auf ihren einander gegeniiberliegenden Kontaktoberflachen (38, 39) mit Kontaktmetallisierungen verse- 
henen Bauelement-Verbundanordnungen zur Ausbildung von Kontaktpaarungen mit ihren Kontaktmetallisierungen in eine Uberde- 
ckungslage gebracht werden, in der die miteinander zu verbindenden Kontaktmetallisierungen gegeneinander gedriickt werden und 
die Kontaktierung der Kontaktmetallisierungen durch riickwartige Beaufschlagung der einen Bauelement-Verbundanordnung (12) 
mit Laserstrahlung (20) erfolgt, wobei die Wellenlange der Laserstrahlung in Abhangigkeit vom Absorptionsgrad der riickwartig 
beaufschlagten Bauelement-Verbundanordnung so gewahlt wird, dass eine Transmission der Laserstrahlung durch die riickwartig 
beaufschlagte Bauelement-Verbundanordnung im Wesentlichen unterbleibt oder eine Absorption der Laserstrahlung im Wesentli- 
chen in den Kontaktmetallisierungen der einen oder beider Bauelement-Verbundanordnungen erfolgt- 
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1. I 1 AnsprOcheNr. 
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'2. I I AnsprOcheNr. 

weil sie sich auf Teile der internatlonalen Annneldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
daS eine sinnvoKe Internationale Recherche nicht durchgefOhrtwerden kann, n§m(ich 

3. Anspruche Nr. 

weil es sich dabei urn abhSngige AnsprOche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt slnd. 
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internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche. 

□ Da fur atle recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeltsaufwand durchgefOhrtwerden konnte, der eine 
zusatzitche RecherchengebOhr gerechtfertlgt h^tte, hat die Behorde nicht zur Zahlung einer solchen GebOhr aufgefordert. 



3. I Da der Anmelder nur etnige der erforderlichen zusatzlichen RecherchengebDhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 

' ' internationale Recherchenbericht nur auf die Anspruche, fur die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die 

AnsprOche Nr. 



4. I Y I Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen RecherchengebDhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher- 
chenbericht beschr&nkt sich daher auf die in den AnsprOchen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden AnsprOchen er- 

faBt: 
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Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs [ j Die zusatzlichen GebDhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt 

I [ Die Zahlung zusatzllcher RecherchengebDhren erfolgte ohne Widerspruch. 
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Die internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, dass diese 
Internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt, 
namlich: 

1. Anspruche: 1-8 

Verfahren zur wechsel seitigen Kontaktieren von zwei 
waferartigen Baulement-Verbundanordnungen aus einer Vielzahl 
zusammenhangend ausgebil deter gleichartiger Bauelemente^ 
wobei die Wafer in eine Oberdeckungslage gebracht werden, 
und eine Kontaktierung ihre Kontaktmetallisierungen mittels 
Laserstrahlung erfolgt. Das Verfahren muss nicht mittels der 
im Anspruch 9 dargestellten Vorrichtung durchgefuhrt werden. 
Es handelt es sich weiterhin nicht um eine Sensoreinhei t mit 
einem Substrat mit Durchkontaktierungen. 



2. Anspruche: 9-16 

Vorrichtung, die geeignet ist, eine wechsel seitige 
Kontaktierung von zwei waferartigen 
Bauelement-Verbundanordnungen herzustellen, mit einem 
Aufnahmerahmen zur Aufnahme der ersten 

Baulement-Verbundanordnung, mit einer transparenten Platte, 
mit einer Diodenlaser-Verbundanordnung, 



3. Anspruche: 17-23 

Bauteil verbund aus zwei miteinander kontaktierten 
waferartigen Bauelement-Verbundanordnungen mit einer ersten 
transparenten Bauelement-Verbundanordnung aus einer Vielzahl 
zusammenhangend ausgebil deter transparenter Deckel einhei ten 
und einer zwei ten Bauelement-Verbundanordnung aus einer 
Vielzahl zusammenhangend ausgebi 1 deter Sensoreinhei ten mit 
jeweils mindestens einem Sensor, der jeweils auf einer 
Substrateinheit einer Sensoreinhei t kontaktiert ist, die mit 
Durchkontaktierungen fur einen ruckwartigen Kontaktzugriff 
auf die Sensoreinhei t (64) versehen ist. Der Bautei 1 verbund 
ist nach dem Verfahren gemass den Anspruchen 1-8 
herstel Ibar. 

(Diese Formulierung verlieht dem Gegenstand des Anspruchs 

17, soweit es sich um konkreten Produktmerkmal e handelt, 
jedoch lediglich das Merkmal , dass die zwei Wafer mittels 
einer Metal li si erung miteinander kontaktiert sind (siehe 
Richtlinien PCT/6L/ISPE/1, 5.26, 5.27).) 
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